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1. はじめに

　半導体の多機能化に伴う端子数の増加と実装基板を含む
電子機器の小型化に伴い，端子の狭ピッチ化とパッケージ
のBGA/CSP化がますます加速され，検査時に「見えない・
触れない」テスト対象を取り扱う頻度が増している。
　このような被検査対象ボードの検査は製造部署だけでは
解決できなくなり，設計部署で行われる構想段階からテス
トの容易性を考慮した DfT (Design for Testability)の開発プ
ロセスへの適用が必須となる。本稿では，設計の構想段階
に遡って検査も含む開発プロセス全体の強化をはかる事例
を紹介する。

2. 設計時に考慮すべき実装信頼性

　実装基板の設計段階において，実装領域の信頼性を向上
させる手間を軽減するためには下記の 3つの視点でアプ
ローチを考慮すべきである。

(1)　製造過程での実装品質の向上
　実装基板の製造，実装過程で起きる不具合を極力回避
し，歩留まりを向上させるための仕組みとしてDfM (Design 
for Manufacturing)の概念に基づく設計機能がある。実装方
向を考慮したパッドの寸法や，隣接するパッド間の空隙な
どの数百項目の設計データの確認項目が規定されており，
パターン設計が完了した段階で設計データが基準に沿って
いるか確認し修正できる。

(2)　検査の容易化支援
　4章で紹介するさまざまな基板検査方式を適応させるた
めには，回路や実装基板上に検査のためのデータを予め仕
込んでおくことが必要な場合がある。そのためには，あら
かじめ基板検査方式の採用方針を決め，設計段階で検査に
必要となる回路や機能を組み込んでおくことが検査の容易
化につながる。

(3)　市場リリース後の実装品質予測
　近年のシミュレーション技術の向上により，設計データ

を活用して，市場リリース後の実装箇所の経年変化を考慮
した品質を予測できる。代表的な適用分野では，熱応力解
析による基板の反りの応力集中の予測，はんだクリープ解
析による破壊の予測がある。実装シミュレーションについ
ては本題 (DfT)からやや外れるので別の機会に譲りたい。

3. 製品ゾーンによる取組みの違い

　対象となる製品により，実装箇所の信頼性を高めるアプ
ローチは異なる。ここでは下記 3ゾーンに分け，実装の信
頼性を高める取組みの違いを説明する（図 1）。
　Aゾーン（生産数量が大，信頼度要求が中）の代表的な
製品として，携帯電話やパソコンなどの民生機器が挙げら
れるが，最低限の検査により品質保証する場合が多い。高
い歩留まりを維持するためにはDfMで製造容易性を高める
必要がある。また小型化の要求も高く，狭ピッチ部品，
BGA/CSPの採用，部品内蔵基板など高度な実装技術が要
求される機会も多く，プローブピンの接触が困難なケース
も想定し，DfTもあわせて考慮しておく必要がある。
　Bゾーン（生産数量が大，信頼度要求も大）の代表的な
製品として，自動車が挙げられる。DfMで製造容易性を高
める必要があると同時に，長期信頼性も求められるので製
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図 1.　生産数量と信頼度（品質）によるゾーン分類

 


